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投资者关系

活动类别

☑特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观 □电话会议

□其他

参与单位名称

及人员姓名

国泰海通：蔡昕妤

上海添橙私募：顾光臣

上海普行资产：赵杰

中航基金：方霖

时间 2026 年 10 月 12 日

地点 国机精工会议室

上市公司接待

人员姓名

董事会秘书：赵祥功

董事会办公室主任：赵金伟

投资者关系助理：汪智婷

投资者关系活

动主要内容介

绍

1.问：公司在金刚石散热领域的产品布局和进展？

答：目前，金刚石散热片和金刚石光学窗口片已有小批量订单，

主要供应国防工业领域，2025 年实现收入超 1000 万元。

在散热领域，公司已形成覆盖金刚石单晶、金刚石多晶及金刚石

铜复合材料的产品矩阵。产业化进展方面，CVD 金刚石产品（含单晶

与多晶）已进入行业头部客户的验证阶段；金刚石铜复合材料已向重

点客户送样验证。在民用散热领域，各技术路线产品目前均处于下游

客户验证阶段，如果进展顺利，年内有望有小批量订单的商业化落地。

2.问：公司在金刚石功能化应用业务上有何优势？

答：金刚石功能化应用是公司面向未来的战略赛道，目前已覆盖

单晶金刚石、多晶金刚石、金刚石铜复合材料三条技术路线与产能布

局，整体处于行业先进水平。

装备端自主可控，公司 MPCVD 设备全部自研自制，拥有新型高功

率 MPCVD 法大尺寸金刚石生产线。标准端引领行业，牵头编制国内首

个《热沉用金刚石片》团体标准，填补行业技术规范空白。应用端持

续突破，散热片、光学窗口片等产品已配套国防领域重大工程；民用



领域覆盖高功率芯片、IGBT（晶体管）、消费电子等应用场景，相关

产品正与下游头部客户开展合作验证。产业化支撑同步夯实，稳步推

进产业园建设。

3.问：公司是否有金刚石钻针产品？

答：公司拥有金刚石微钻产品，当前仅在航空碳纤维打孔领域实

现应用，暂未布局半导体领域。

4.问：超硬材料磨具业务在半导体领域的开展情况？

答：近几年，得益于我国半导体产业的发展，公司应用在半导体

领域的产品保持较快增长势头，上半年同比增速约 40%。公司已形成

“金刚石工具+精密陶瓷制品”的产品布局，覆盖倒边轮、减薄砂轮、

划片刀、封装刀及陶瓷载盘、陶瓷吸盘、真空卡盘、静电卡盘等产品，

贯穿半导体晶圆制造到封装测试全流程，客户覆盖国内主流晶圆厂、

封测厂与设备厂商。依托技术积淀与本土化服务优势，公司高端产品

持续突破，国产替代进程不断加快。
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